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風險事項提醒

• 本簡報的內容、陳述或主張非為買賣或提供買賣任何有價證證券或金融商
品的邀約、邀約之引誘或建議。本公司及其它關係企業代表人無論過失或
其它原因，均不對使用或因他人引用本份簡報資料、亦或其它因簡報資料
導致的任何損害負擔任何責任。

• 本簡報由 泰碩電子股份有限公司 (本公司)提供，本簡報所含資料僅以當
時之情況為準，本公司不會就本文公開後所發生任何變動更新或修正內容。

• 本簡報資料含有前瞻性敘述。這些前瞻性敘述將受風險、不確定性、假設
或其它因素影響，有可能導致公司實際營運結果與簡報陳述有重大差異。
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2025 H1營運成果
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合併綜合損益表
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新台幣 千元

年成⾧2024年1~6月2025年1~6月季成⾧2025年 1~3月2025年4~6月

2%100%1,872,645100%1,914,319 4%100%937,577  100%976,742 營業收入

20%376,25420%376,979 20%186,294  20%190,685 營業毛利

14%260,38115%272,860 14%130,859 16%142,001營業費用

6%115,8735%104,119 6%55,435 5%48,684 營業淨利

4%68,4801%11,3251%13,693 0%(2,368)營業外收支

-37%10%184,3536%115,444-33%7%69,1285%46,316稅前淨利

2%42,3351%20,1282%16,192 1%3,936所得稅費用

8%142,0185%95,3165%52,9364%42,380本期淨利

-33%8%142,0185%95,316-20%5%52,9364%42,380淨利歸屬於母公司業主

1.621.09 0.61 0.49 EPS (新台幣元)



合併營收 - 應用大類佔比%
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NB 伺服器 DT&AIO 車用 通訊 其他

伺服器營收佔比逐年增加中



合併營收 - 水冷產品佔比%
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散熱-其他 散熱-水冷 其他電子零組件

水冷營收佔比逐年增加中



未來展望
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AI 散熱高效能需求 CDM × LCM × CDU 全面出擊

CDM CDU

Coolant Distribution Manifold 

LCM

Liquid Cooling Module

In Rack CDU 
30KW~120KW
150KW (開發中)

In Row CDU 
200KW~500KW
2400KW(開發中)

1

2

3

Coolant Distribution Unit
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H20 驅動液冷核心部件量產出貨

液對液(L2L) 液冷部件

伺服器液冷模組
核心液冷部件：Cold plate、Switch、

Manifold

液對氣(L2A) 混合式冷卻系統

42U整機櫃液冷模組
核心部件：Cold plate、Manifold組

件、32KW RPU、 風冷背門、機櫃

Cold PlateSwitch Unit Manifold 



AI Thermal Solution Provider
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Q & A



如需更多資訊，請上www.taisol.com 12


